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证券代码：688172               证券简称：燕东微              公告编号：2023-022 

 

北京燕东微电子股份有限公司 

关于 2022 年年度利润分配预案的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

重要内容提示： 

 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配预案为：

不派发现金股利，不进行资本公积转增股本，不送红股。 

 公司 2022 年度不进行利润分配，主要是考虑了公司现阶段经营业绩情况，并兼

顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等因素。 

 本次利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次

会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 

一、利润分配方案内容 

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东

的净利润为人民币 462,125,789.66 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配

利润为人民币 1,044,940,989.63 元，母公司期末未分配利润为人民币 84,222,773.87 元。 

经公司第一届董事会第十七次会议决议，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金

红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。 

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 

二、本年度不进行利润分配的情况说明 

（一）公司所处行业情况及特点 

公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，是一家集芯片设计、

晶圆制造和封装测试于一体的高新技术企业，经过三十余年的积累，公司已经发展成为国内

知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商。 

（二）公司发展阶段和自身经营模式 

公司产品与方案板块主要采用 IDM 经营模式，即自身体系内包含芯片设计、晶圆制造、

封装测试中全部或主要业务环节，并通过经营上述环节最终为客户提供具体的产品与解决方

案，主要产品包括分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件；制造与服务板块业务主

要是公司接受其他半导体企业委托，提供晶圆制造或封装测试环节的专业化服务。 
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（三）公司盈利水平及资金需求 

公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 462,125,789.66 元，母公司当年实现的

可供分配利润 28,911,430.61 元。 

经 2021 年第二次临时股东大会决议，公司总投资 75 亿元建设 12 英寸晶圆生产线项目，

预计于 2025 年 7 月项目达产，截止目前本项目正处于建设期，资金投入较大。 

（四）公司现金分红水平较低的原因 

公司仍处于 12 英寸晶圆生产线项目建设期，2023 年资金投入较大，结合公司经营计划，

2022 年度拟不进行利润分配。 

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途 

公司留存未分配利润将进行重点产业化项目的建设，同时进一步优化 8 英寸晶圆生产线

资源配置。 

三、公司履行的决策程序 

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况 

2023 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年

度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2022 年年度股东

大会审议。 

（二）独立董事意见 

公司独立董事认为：公司 2022 年度不进行利润分配，利润分配方案及审议程序符合相

关法律法规和规范性文件的规定。鉴于 2023 年公司资金需求较大，为保障公司正常生产经

营和重点项目建设需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配（包括不派发现金股利，不送红

股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配），不存在损害全体股东特别是中小股

东权益的情形。全体独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案。 

（三）监事会意见 

公司全体监事认为：鉴于 2023 年公司资金投入较大，为保障公司正常生产经营和重点

项目建设需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配（包括不派发现金股利，不送红股，也不

进行资本公积金转增股本及其他形式的分配）。全体监事同意该预案，并同意将该预案提交 

2022 年年度股东大会审议。 

四、相关风险提示 
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（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经

营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注

意投资风险。 

 

特此公告。 

 

北京燕东微电子股份有限公司董事会 

 2023 年 4 月 26 日 


